附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目1：
	光学显微镜
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	1
	光学系统：采用UIS2系列或ICS系列或HC系列或CFI系列无限远光学系统，齐焦距离≥45mm。符合明视野、荧光等显微观察的要求。
	
	
	

	2
	主机：内置高亮度卤素灯或LED灯透射明场照明；内置复眼准直照明透镜，明场照明更均匀。
	
	
	

	3
	调焦机构：同轴粗、微调焦。调焦行程≥27mm，粗调焦≥9.0mm/转，微调焦≤0.1mm/转。粗调焦扭矩可由操作者自行调节，焦面锁定再定焦功能，以快速确定焦面和保护镜头、切片。
	
	
	

	4
	机身前置电源开关、亮度控制旋钮，支持图像采集功能（可通过机身按钮、外置控制器或配套软件实现）。
	
	
	

	5
	三目镜筒：瞳孔距离可调范围≥50-76mm，倾角≥25°，视场数≥25mm。
	
	
	

	6
	目镜：10倍目镜，视场数≥22mm，屈光度独立可调。
	
	
	

	7
	物镜转换器：物镜转换器工位≥6孔。
	
	
	

	8
	载物台：右手载物台，双切片夹，行程≥78*54mm，载物台手柄力矩松紧、高度可由操作者自行调节。
	
	
	

	9
	物镜：至少为平场消色差等级的物镜，物镜标识需要有“PLAN”等证明为平场物镜的标识。
	
	
	

	9.1
	4X   数值孔径≥0.10, 工作距离≥18.00 mm
	
	
	

	9.2
	10X  数值孔径≥0.25, 工作距离≥10.50 mm
	
	
	

	9.3
	20X  数值孔径≥0.40, 工作距离≥1.20 mm
	
	
	

	9.4
	40X  数值孔径≥0.60, 工作距离≥0.56 mm 限位保护弹簧。
	
	
	

	10
	每台显微镜均需配备高清图像采集装置（≥600万像素）；其中一台另需配备目镜分划尺和测微尺。
	
	
	

	品目2：
	石蜡切片机
	
	
	

	1
	切片方式：半自动轮转式切片机；
	
	
	

	2
	显示方式：机身内置≥2.4英寸显示屏；
	
	
	

	3
	切片厚度：0.5-100μm； 
	
	
	

	4
	切片厚度调节范围：  
	
	
	

	4.1
	0.5-5μm，0.5μm增幅
	
	
	

	4.2
	5-100μm， 梯度调节增幅；
	
	
	

	5
	修片厚度：1-600μm; 
	
	
	

	6
	修片厚度调节范围：最小调节步进≤5μm（在1-50μm范围内），≤50μm（在50-600μm范围内）；
	
	
	

	7
	样本回缩：0-100μm可调；
	
	
	

	8
	行程范围：水平行程范围≥25㎜，垂直行程范围≥70㎜;
	
	
	

	9
	进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可自由调节； 
	
	
	

	10
	样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位；
	
	
	

	11
	刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置；
	
	
	

	12
	刀座快速定位：刀座具备刻度指示，支持侧向位移及角度微调功能。
	
	
	

	13
	废屑收集盘：容积≥2L，具备防静电设计或防粘附处理；采用易于拆卸清洁的固定结构（如磁吸、卡扣或滑轨式）；
	
	
	

	14
	粗修方式：采用手柄操作左侧粗修小手轮。
	
	
	

	15
	另配备单独的大冷动台。
	
	
	

	二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



